Il Nowe technologie

Tytutowy skrét gm nie oznacza mikrometra.
Jest to prefiks wystepujacy w okresleniu
umlntegration oraz nazwach najnowszych
produktéw znanej firmy Analog Devices:
umRelay i umlsolator. Pochodzi od stowa
micromachined i wskazuje, ze w procesie
wytwarzania wykorzystano mechaniczng mi-
kroobrébke. Czytelnicy EAW w ramach Klu-
bu Konstruktoréw mieli okazj¢ blisko zapo-
zna¢ si¢ z mikromechanicznymi czujnikami
przyspieszenia rodziny ADXL, gdzie ele-
menty mikromechaniczne i elektronika wy-
twarzane sa razem w tej samej strukturze
krzemowej. Teraz chodzi o cos nowego, co
stanowi kolejny krok w poréwnaniu z do-
tychczas  produkowanymi elementami
MEMS - chodzi o umieszczenie mikrome-
chanicznych struktur (MEMS) na powierzch-
ni standardowych uktadéw scalonych w od-
dzielnym procesie. Rozdzielenie mikrome-
chaniki i elektroniki otwiera zupeilnie nowe
mozliwosci i pozwoli obnizy¢ koszty. Z jed-
nej strony pozwoli wykorzystaé dowolne
uklady elektroniczne, z drugiej uniezalezni
elementy mikromechaniczne od materiatéw
i procesow stosowanych do produkcji ukta-
déw scalonych. Powstang struktury, ktére do-
tychczas nie mogty by¢ zintegrowane w ma-
lerikim uktadzie scalonym.

Przyktadami sg elementy nazwane umRe-
lay oraz pmlsolator. pmlsolator to nic innego
jak element stuzacy do oddzielenia galwa-
nicznego obwod6éw w torze cyfrowym. Peini
funkcje analogiczne do transoptora, ale nie
jest transoptorem, poniewaz sprzezenie mig-
dzy obwodami realizowane jest za pomocg
pola magnetycznego. Rysunek 1 pokazuje
uproszczony schemat wewnetrzny takiego
elementu oznaczonego ADuM1100.
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Struktura takiego elementu pokazana jest
na rysunku 2 — niewatpliwie przypomina
transoptor. Na szybkiej strukturze CMOS
(wlasciwie dwéch strukturach) w procesie mi-
kromechanicznym wytwarzany jest mikrosko-
pijny transformator sprzegajacy, zawierajacy
dwie cewki. Predkos¢ przesytania danych sie-
ga od zera (prad staly) do 150MBd (megabo-
doéw), czyli doréwnuje, a nawet przewyzsza
szybkos¢ najlepszych transoptoréw i to przy

mniejszym poborze mo-
cy. Zastosowana izolacja
pozwala osiagnaé prze-
pisang normami wytrzy-
mato$¢ napigciowq mie-
dzy wyjsciem a wej-
sciem réwna 2500V na-
piecia skutecznego.

Ze wzgledu na do-
bre parametry elementy
takie moga w przyszto-

$ci zastapié transoptory.

Trwajg tez proby zbudowania kompletnych
scalonych izolowanych transceiveréw stan-
dardu RD-485. Firma ADI planuje wykorzy-
sta¢ zaprezentowany umTransformer (mi-
kromechaniczny transformator) nie tylko do
przesylania przez barier¢ izolacyjng danych,
ale takze energii, co jeszcze bardziej rozsze-
rzy mozliwosci podobnych elementéw. Bada
si¢ przydatnos¢ takich transformatoréw do
galwanicznego rozdzielenia przy transmisji
sygnatéw analogowych.

Drugim interesujacym przyktadem mozli-
wosci nowej technologii s mikromechaniczne
przekazniki - pmRelays. Wbrew pozorom, me-
chaniczne przekazniki nie zostaly wyparte
przez przetaczniki pétprzewodnikowe i nie
przeszly do lamusa historii. Nadal w wielu za-
stosowaniach, zwlaszcza w.cz. elektromecha-
niczne przekazniki pomimo swoich wad oka-
zuja si¢ lepsze od jakichkolwiek przetgczni-
kéw pétprzewodnikowych.

Mikromechaniczny przekaznik, ktérego
kluczowe elementy pokazane sg na rysunku

daniu napig¢cia migdzy kotwice a kontakt ste-
rujacy.

Testy takiego elektrostatycznego prze-
kaznika pokazaly, iz mechaniczna trwa-
tos¢ stykéw przekracza 1 000 000 000 ta-
czen, przy czym rezystancja ultraminiatu-
rowego styku wynosita ponizej 0,25. Za-
demonstrowano takze sposéb réwnolegte-
go laczenia takich stykéw, by uzyskad
przekaznik o obcigzalnosci stykow
1A (impulsowo do 5A).

Zaletami opisywanej konstrukcji sg tez:
radykalnie pobér mocy i mniejsze straty
przy bardzo wysokich czestotliwosciach.
Dzigki malym wymiarom i zgodnie z ideg
technologii pm, takie mikroprzekazniki mo-
g3 by¢ umieszczane na powierzchni ukta-
déw scalonych, tworzac multipleksery, prze-
taczniki matrycowe (cross-point switches)
czy przetaczniki, takze w ukladach w.cz.
i mikrofalowych.

3, moze polaczy¢ zalety i wyelimino-
waé czes¢ wad przetacznikéw pot-
przewodnikowych i przekaznikéw.
Cata struktura jest malerika, ma okoto
0,1 x 0,Imm. W przeciwieristwie do
klasycznych przekaznikéw, do prze-
suniecia kotwicy przekaZnika nie jest
tu wykorzystywane pole magnetyczne
elektromagnesu. Kotwica w postaci
wydluzonej, ptaskiej i elastycznej
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plytki jest przyciggana pod wptywem
pola elektrostatycznego. Odizolowana kofi-
céwka kotwicy zwiera styki robocze po po-
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W przysztosci, oprécz stykéw zwiernych,
zapewne pojawia si¢ styki rozwierne, prze-
taczne, a takze bistabilne.

Opisywane mikromechaniczne rozdziela-
cze galwaniczne i przekazniki nie sg jeszcze
dostgpne na rynku. Firma Analog Devices
zapowiedziala udostepnienie konstruktorom
pierwszych prébek uktadéw ADuM1100
w potowie roku 2000. Seryjna produkcja roz-
poczetaby si¢ pod koniec roku, natomiast mi-
kromechaniczne przekazniki powinny poja-
wic si¢ dopiero w roku 2001.
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